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	球体直径0.08-0.35mm
	Grade 1
	±10um

	球体直径0.40-0.50mm
	Grade 2
	±15um

	球体直径0.55-0.76mm
	Grade 3
	±20um

	球体直径0.889-1.00mm
	Grade 4
	±20um

	球体直径1.20-2.00mm
	Grade 5
	±50um
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BGA 锡球型号：SAC-5405





编号:BGA-SAC-5405  Sn95.5/Ag4/Cu0.5





Product Data Sheet





UCE





一、　代表符号（SYMBOL）:　BGA－SAC5405－D　（D为球体直径）


二、　形状（SHAPE）:     圆球形


三、　外观（APPEARANCE）:    球面光亮，无污染物


四、  包装（PACKAGE）：  250K、500K、1000K/瓶（依客户包装要求而定）


五、  标示（SYMBOL）：参照条码标示（如下图）








产品熔点





表示产品制造日期及有效日期





表示锡球成份及产品规格





供应商代码





包装数量:25万颗





UC:    宙心电子  070731:  年月日     0706:  8月第1批





八、  物理性质（PHYSICAL  PROPERTIES）


九、  ⑴液相温度（LIQUIDUS  TEMPERATURE）：约217℃


　　　⑵比重（SPECIFIC  GRAVITY）：约7.39





六、  用途（PURPOSE）：   IC封装用，主机板值球用。记忆体封装用（DDR-2，DDR-3）


七、  规格（SPEC）：











十、　合金组成（ALLOY  COMPOSITION）：以重量％表示，如下所示：wt(%)











BGA锡球规格说明书





本公司联络资料：





     地      址： 江苏大丰市开发区西区三号路


     传真（FAX）： 0515-83859315


     电话（TEL）： 0515-83859078


     h t t p   :  www.ucedfs.com


     





ZHOUXIN ELECTRON CO.,LTD





宙心电子有限公司








内码694107940030


69410794： 公司内码


0：无铅   030：球径











